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При проектировании устройств различного назначения важной задачей 
является моделирование таких воздействий, как электростатические раз-
ряды (ЭСР), которые могут привести к их повреждению. Для моделирова-
ния процесса распределения температуры в печатной плате (ПП) при ЭСР 
была выбрана программа COMSOL Multiphysics [1].  

Последовательность проводимых действий заключалась в том, что не-
обходимо импортировать 3D-модель ПП в программу COMSOL. В качест-
ве материалов для моделирования были выбраны: FR4 – ПП, Copper – то-
копроводящие дорожки и переходные отверстия, Iron – элементы ПП, для 
упрощения расчета. Для успешного моделирования в материалах необхо-
димо наличие свойств, которые будут использоваться в проводимом моде-
лировании. В данном исследовании такими параметрами являлись: electri-
cal conductivity, heat capacity at constant pressure, relative permittivity, densi-
ty, thermal conductivity.  

Следующим этапом был выбор физик, используемых при исследова-
нии. Так как суть моделирования была в том, что на элементы под нагруз-
кой воздействует ЭСР, то в качестве физик были выбраны: Heat transfer in 
solid – для того, чтобы в начале исследования указать температуры эле-
ментов под нагрузкой, Electrostatic – для создания кратковременного ЭСР, 
в завершении вновь использовался Heat transfer in solid для получения 
распределения температур после кратковременного воздействия.   

Разряд в процессе моделирования происходит не сразу, в связи с этим 
проводимое исследование разделяется на 3 шага. Для каждого шага указы-
вается необходимый временной отрезок для определения физики.  
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